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Kierunek przejazdu PCB w piecu



Dokument okresla min. wymagania przygotowania projektow PCB do montazu w firmie ASZ Electronics Solutions. Celem jest
zapewnienie prawidtowego przebiegu procesu produkcyjnego oraz minimalizacja ryzyka btedéw montazowych i jakosciowych.

- Minimalny wymiar formatki: 120 x 120 mm (dt. x szer.),

- Maksymalny obszar nadruku sitodrukarki: 508 x 508 mm (dt. x szer.),

- Dla duzych formatek, ztozonych z dwdch stron, nalezy stosowac marginesy tech. pomiedzy panelami o wymiarze min. 5 mm,
- Nalezy pozostawic fragmenty laminatu zbedne z punktu widzenia projektu, utatwiajace ustawienie formatki na maszynie,

- Nalezy stosowad marginesy zewnetrzne o wymiarach min. 10 mm dookota formatki.

- Punkty referencyjne panelu nie mogg by¢ symetryczne — powinny byc¢ przesuniete wzgledem krawedzi formatki o min. 5 mm,
- Jesli klient nie stosuje panelu, na PCB musza znajdowac sie co najmniej dwa punkty referencyjne,

- Kazda formatka powinna posiadac trzy fiduciale, uzywane przez maszyny do korekcji wspotrzednych,

- Nalezy stosowad fiduciale zlokalizowane min. 7 mm od krawedzi formatki.

- Jesli na PCB montowane bedg elementy pasywne o obudowach 0402 lub mniejszych (np. 0201, 01005), wykonczenie
powierzchni nie moze byé w HAL-u,
- W przypadku elementéw o matym pitchu (np. 0,05 mm) réwniez nie nalezy stosowac wykonczenia HAL.



- Maska lutownicza powinna by¢ dobrana do warunkéw pracy PCB, a nie ze wzgledow estetycznych,
- Nalezy uwzgledni¢ twardos$¢ (HB) oraz odpornosc na procesy takie jak lakierowanie czy zalewanie.

- Przelotki w polach lutowniczych musza by¢ zaslepione, poniewaz otwarte przelotki powoduja zasysanie spoiwa w czasie
wygrzewania PCB w piecu, co skutkuje ryzykiem niedolutow.

- Na powierzchni laminatu nalezy przewidzie¢ bariery lutownicze, szczegdlnie w miejscach o duzym zageszczeniu padow.

- PCB z wykonczeniem w immersyjnej cynie nie moze by¢ lutowane spoiwem bezotowiowym, z uwagi na ryzyko powstawania
wasow cynowych. Zjawisko to nie wystepuje przy lutowaniu spoiwami otowiowymi.

Niezastosowanie sie do powyzszych wytycznych moze skutkowac:
- Ograniczeniem gwarancji oraz zmniejszeniem klasy montazu IPC,
- Wystagpieniem probleméw montazowych,

- Zwiekszeniem kosztow produkcji.

W przypadku watpliwosci dotyczacych przygotowania plikow produkcyjnych lub penalizacji, nalezy skonsultowac projekt z
dziatem technologii ASZ Electronics Solutions przed przekazaniem do produkcji.



